Chemie im Dienste der Elektronik

Die Entwicklung der Mikroelektro
nik zu immer kleineren, komplexe
ren und schnelleren Komponenten
ware ohne Chemie undenkbar. So
tragen Mitarbeiter der BASF und
ihrer Tochtergesellschaften ge-
meinsam mit den Partnern in der
elektrotechnischen Industrie immer
wieder zu innovativen Produktent-
wicklungen in der Elektronik bei.
Chip-Carrier aus einem Spezial-
kunststoff der BASF schutzen IUs
vor elektrostatischen Entladungen.
Thermoplastische Tragermateria
ien fur Leiterplatten ermaoglichen
unkonventionelle, flexible Formge-
bungskonzepte, zum Beispiel die
dreidimensionale Moulded-inter
connect-Technik. Werkstoffe fur
diskrete Bauteile, Beschichtungs-
und Isolierstoffe sowie Pro-
zeBchemikalien und anderes

mehr sind weitere Schnittstellen
der BASF zur Mikroelektronik.

Allotherm” 610: ein Werkstoff
fur viele Anwendungen In der
Chipherstellung

Die unterschiedlichen Zielsetzungen
bei der Entwicklung von integrierten
Schaltkreisen wie

* hoherer Integrationsgrad,

e wirtschaftliche Herstellung
anwendungsspezifischer ICs
(ASICs),

e betriebssicherer, wirtschaftlicher
Einbau des Chips im Gehause
oder im Verbund mit weiteren
Bauelementen einer Schaltung
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scheinen sich zu widersprechen
Doch polymere Werkstoffe der
BASF Lacke + Farben AG/Beck
Elektroisolier-Systeme erreichen
sie: Allotherm™ 610 und Bectron

Pl 9101. Denn als einzige Polymere
erfullen sie die folgenden Anfor-
derungen simuitan:

e Bestandigkeit gegen die bei
der Chipherstellung notwendigen
sehr hohen Temperaturen von
ca. 400 bis 430° C,

e sehr gutes Dielektrikum,

e hohe chemische Reinheit bezug-
lich anionischer und Kationischer
Verunreinigungen,

e Partikelfreiheit,

e minimale Wasseraufnahme,

e niedriger Ausdehnungskoeffizient
und geringe Waterverbiegung,

¢ Einhaltung von Reinraumbe-
dingungen,

e gleichméaBige Schichtdicke.

Bei Multilayer-Metallisierungen
helfen Allotherm” 610 und
Bectron” Pl 9101 als Dielektrikum
zwischen den einzelnen Lagen, die
Integrationsdichte des Chips we-
sentlich zu erhohen. Die niedrige
Dielektrizitatszahl und der niedrige
Verlustfaktor von Allotherm 610"
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und Bectron™ Pl 9101 (auch unter
Umgebungseinflul3) tragen zusatz-
lich zur VergroBerung der Schalt-

geschwindigkeit bei.

Mit diesen speziell fur die Chipiso-
lierung entwickelten Polyimidiacken
leistete die BASF Lacke + Farben
AG/Beck Elektroisolier-Systeme
einen wichtigen Beitrag fur die
Speichertechnologie.

Allotherm” 610 isoliert die Bauele-
mente auf dem modernsten in
Serie hergestelten Mikrospeicher,
dem 4-Megabyte-Chip. Das auf die
Chipoberflache aufgebrachte
Allotherm™ verhindert, dal3 Umwelt-
einflusse, Feuchtigkelt und Alpha-
strahlung den Chip und damit
ganze Gerate bzw. Systeme zum

Ausfall bringen. Mit dem jungst = = :
entwickelten Bectron™ Pl 9101 | # v
hietet BASF dem Markt ein Poly- | _{} ;
imid an, das nochmals in seinen 3 " R
Eigenschaften verbessert wurde iy, s
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und den Anforderungen zukunftiger
Chipgenerationen entspricht.
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Chemie — eine Gr
age der Mikroelek-
tronik. Die BASF ist
an den rasanten Fort-
schritten mit vielen
Produkten und Lei-
stungen beteiligt, Qie
oft in enger Zusam-
menarbeit mit ger
Elektronikindustrie
entstenen
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